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บทคดัย่อ 
 
 การค้นคว้าแบบอิสระน้ีมีว ัตถุประสงค์ เพื่อหาพารามิ เตอร์ ท่ี เหมาะสมของ
กระบวนการเช่ือมลวดอลูมิเนียมส าหรับแผน่วงจรพิมพแ์บบอีเอ็นไอจี เน่ืองจากบริษทัตอ้งการลด
ตน้ทุนของวตัถุดิบโดยการเปล่ียนประเภทของแผน่วงจรพิมพ ์ถา้ใชพ้ารามิเตอร์เดิมพบวา่เกิดปัญหา 
เส้นลวดอลูมิเนียมหลุดออกจากผิวทอง ขนาดความกวา้งของรอยเช่ือมลวดอลูมิเนียมและค่า
ทดสอบแรงดึงเส้นลวดอลูมิเนียมไม่ผ่านขอ้ก าหนดของผลิตภณัฑ์ งานวิจยัน้ีใช้หลกัการออกแบบ
ส่วนผสมกลาง(Central Composite Design: CCD) ร่วมกบัหลกัการพื้นผิวผลตอบสนอง (Response 
Surface Methodology: RSM) มาใชใ้นการศึกษาเพื่อหาค่าท่ีสภาวะการท างานเหมาะสมของแต่ละ
พารามิเตอร์คือ ก าลงัไฟฟ้าขณะเช่ือม (Bonding Power) เวลาท่ีใชใ้นการเช่ือม (Bonding Time) และ
แรงกดขณะเช่ือม (Mash Force) โดยมีผลตอบคือขนาดความกวา้งของรอยเช่ือมลวดอลูมิเนียม ค่า
ความแปรปรวนขนาดความกวา้งของรอยเช่ือมลวดอลูมิเนียมและค่าทดสอบแรงดึงเส้นลวด จากผล
การทดลองไดค้่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมส าหรับกระบวนการเช่ือมลวดอลูมิเนียมคือ ก าลงัไฟฟ้า
ขณะเช่ือม 83 มิลลิวตัต ์เวลาท่ีใชใ้นการเช่ือม 29 มิลลิวินาที และแรงกดขณะเช่ือม 19 กรัมแรง โดย
จะไดผ้ลลพัธ์ขนาดความกวา้งของรอยเช่ือมลวดอลูมิเนียมเท่ากบั 2.0039 มิล (ค่าเป้าหมาย 2 มิล) ค่า
ทดสอบแรงดึงเส้นลวดอลูมิเนียม 9.9971 กรัมแรง (ค่าเป้าหมาย 10 กรัมแรง) และความแปรปรวน
ขนาดความกวา้งของรอยเช่ือมลวดอลูมิเนียมลดลง 38.37% (ค่าเป้าหมาย ลดลง 30% จากความ
แปรปรวนปัจจุบนั) 
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ABSTRACT 
 
 The objective of this independent study is to determine the optimal parameters for 
aluminum wire bonding process. Due to the company needing to save on material costs, the type 
of print circuit board has changed. The confirmation experiment validates that the original type of 
parameters with the new print circuit board found that they had some problems. The bond quality 
of the wire bond did not past specification of the wire bonding process and also the variance of 
bond width on pcb’ gold pad needs to be reduced. It is necessary to accurately identifying and 
controlling the appropriate wire bonding process of parameters by conducting central composite 
design (CCD) employed with the response surface analysis. The experimental result show that 
there were 3 significant factors; bonding power, bonding time and mash force. The results from 
optimized parameters were bonding power 83 mW, bonding time 29 mS and mash force 19 gf. 
Which  resulted in, Bond width on PCB’ gold pad was 2.0039 mils (target 2 mils), wire pull 
strength result was 9.9971 gf. (target 10 gf.) and variance of bond width size on pcb’ gold pad 
was decreased 38.37% (target 30% reduced from the current variance) 
 
 
 


